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文章摘要：

采用Mishin镶嵌原子势，通过分子动力学方法模拟了非晶铜在压痕作用下的
应力晶化行为，考察了压痕过程中能量、应力与微观结构演化的关系。局部塑
性变形区域出现微小晶核,随着变形的增加，晶粒不断发生生长与合并,局部塑
性变形导致晶粒成核、生长与合并的根本原因。最终生成的晶粒具有面心立方
结构，其(111)方向密排面平行于剪切面,非晶相中的纳米晶粒能提高非晶材
料的刚度。
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